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Inventia se refex la domeniul identifigrii resurselor materialej anume la un marcaj de identificaida procedeul
de formare a acestuia.

Se cunogte un procedeu de identificare a obiectului elexinaluctor, care include imprimarea unui raurde
identificare, aplicarea mecagige obiectsi introducerea in memoria calculatorului a grilefarmgionale de
coordonate, urmatde o desircare electriz punctifornii intre obiectsi electrozi, indentificarea obiectului se
ealizeaz prin compararea nuirului de identificarei a imaginii ohlinute a grilei cu cele inregistrate anterior [1].
Dezavantajul acestui procedeu canit faptul @ obiectul format prin acedstehnologie, este de scirturat,
datorits oxidirii si apartiei pe suprafg lui a ruginii in cazul metalelgi aliajelor obinuite. Un astfel de obiect nu
poate fi utilizat Tn medii agresive (acizi, alcajnemperaturi ridicate).

Se cunogte, de asemenea, un element magnetic pentru marddedtificaresi procedeu de confgonare a
acestuia, care constlin cel pgin un segment de microconductor, turnat din topjtgirtaiat in segmente, adunate
ntr-un toron, diat, la rAndul 3u, in segmente cuigile frontale supuse trati termic si slefuirii [2].

Dezavantajul acestei soluconst in faptul @ suprafga marcajului se muideste si se reduce posibilitatea de
recunoatere a lui.

Tn calitate de cea mai aprogiasoluie este ales marcajul individual de identificaieprocedeul de formare a
acestuia, care include aplicarea unui cod numegaunui element de identificare, executat din ymiadiltradisperse
de culori contrastante, presargecalcinarea acestuia, totodgpe elementul de identificare este aplicat grila
informaionak cu cel ptin doui puncte de reper, precugnintroducerea informgei intr-o baz de date [3].

Un astfel de marcaj nu este rezistent mediilor sigessi, prin urmare, nu poate pe termen lurigtpa informaia pe
suprafga sa. Situga poate fi imbugitatita prin utilizarea numai a prafurilor din cerami®arsi o astfel de suprafa
poate deveni contamiriatlin diverse motive, de exemplu, la nimerirea ritied, vopselei, petelor de ulei, etc.
Toate aceste deficiemapar din cauza abgenpe suprafi@ a unui strat transparent protector,atarea éruia nu ar

fi dificil 2. Totodas, pe supraf@ marcajului nu existalte legdturi, afati de aranjamentul reciproc al prafului
ultradispers. Neindeplinirea ungir de cerine la verificarea suprafei marcajului, duce la apag fisurilor si
scindirilor Tn Tnvelisul de stic. Zonele dezgolite se munesc si se reduce posibilitatea de recusteae a
marcajului.

Problema tehnic pe care o rezolva invda este protejarea marcajului de multiple mediieayre si eliminarea
formarii fisurilor Tn sticla.

Marcajul de identificare, conform ineugei, inlatura dezavantajele méionate mai sus, prin aceeaaortine un cod
numericsi o grila informaionak de coordonate, pe care este executat un elemeidiedgficare, format din cel
putin un fascicul de segmente de microconductoaredigie de stich, distribuite stocastic, fiecare fascicul de
segmente fiind ambalat intr-un Tnwetie stick.

Procedeul de formare a marcajului de identificacmform invetiei, elimini dezavantajele méonate mai sus prin
aceea & include aplicarea pe suprgdaunui obiect cditat a unui cod numeric, a unei grile inforipaale de
coordonatei a unui element de identificare, tolut prin executarea pe suprgfabiectului, pe grila informmnali
de coordonate a unei adancituri, amplasarea instcgeerpendicular a cel i unui fascicul de segmente de
microconductoare n izdfie de stich, executate prin turnarg distribuite stocastic. Fiecare fascicul de segmmen
fiind ambalat Tntr-un Tnvedide stich, acoperirea acestora cu un material transparergxemplu stidl, care apoi se
ncilzeste si se topste, iar dug racire seslefuieste si se polizeaz pari la transpareg. Preventiv amplasii
fasciculului de segmente in adancifupe fundul acesteia se toara pulbere de stiglusor fuzibila, care local se
ncilzeste pam la topire. Diametrul firelor microconductoareloste de 0,2.10 um, diametrul fasciculului de
segmente este de 0, mm, totodat lungimea fasciculului de segmente este de. 4,2 mm.

Rezultatul tehnic al inveiei const Tn faptul @ elementul de identificare fiind ambalat intr-unélis de stich, este
protejat de multiple medii agresive. Formarea adastlin microconductoare in izola de stich, elimina toate
problemele asociate cu formarea de fisuri in Ftifdpt ce permite utilizarea marcajului la temperatidicate.
Mentionand aparte cerjele tehnologice fa de stich, produsul, pe care se pune marcajul de identdicaebuie %
fie exploatat Tn diapazonul de temperaturi mazate decat temperatura de topire a microconduduwéreizolgie
de stich, adici nu mai mult de 500°C.

Inventia se explia prin desenul din figdi; care reprezidtschema marcajului de identificare.

Marcajul de identificare 1 (fig. 1) céine grila informaionak de coordonate @ codul numeric 3. Tn adancitura 4,
in formi de gau infundati, pe supraf@ obiectului materialului protejat se introducenaedatul de identificare 5,
format din cel ptin un fascicul de segmente de microconductoarezéigie de stick. Cagpitul fasciculului de
microconductoare in izafi@ de stich este acoperit cu un strat protector din stidla formarea semnalului de
codificare se folosge imaginea de interpunere a microconductoarelofagticul, diametrele logi grosimea
izolatiei de stich, precumsi, topologia caviitilor dintre izolgia microconductoarelor separate.

Procedeul de formare a marcajului de identificampps se efectueazlupgh cum urmeaz

La executarea marcajului de identificare 1 se f@zhen fascicul din microconductoare n izgdadin stich, care
se plaseaz intr-o fiola din stich, fiola si fasciculul fiind presate sub influgn temperaturiisi intinse péaa la
formarea unei microstructuri filiforme unice intn-invelis comun din stid cu diametrul de la 0,5 pama 6 mmsi
diametrele totale ale microconductoarelor de lapdy2 la 10pum. Aceast microstructuli se Tmparte in segmente de
lungimi preponderent de la 0,2 gala 10 mmsi se amplase&zperpendicular in adancitura 4 de pe supsafa
obiectului materialului protejat, pr&tit din timp, cel pgin un fascicul de segmente de microconductoarediatie
de stich, se acopercagitul fasciculului cu un strat de material transparele exemplu stig| care se topge prin
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incilzire pentru ermetizarea elementului de identic&r se codifiz marcajul de identificare 1 conform imaginii
capitului fasciculului de segmente de microconductdarizolaie de stici, a grilei informaionale de coordonate 2
si @ codului numeric 3 aplicate din timp.

Reproductibilitatea imaginii capului fasciculului de segmente de microconductoandiiate, asigut o
individualitate absoldta marcajului de identificare propus.

O particularitate suplimentaa procedeului propus coash faptul & preventiv amplasii fasciculului de segmente
n adancitux 4, pe fundul acesteig pe captul elementului de identificare 5 se toara pulbere de stigl usor
fuzibila sau plastic transparent, cu formarea ultefiGaiunei suprate polizate, care local se Hireste pan la
topire. Temperatura de topire a sticlei, in proteutopire, se mgime mai joas decéat temperatura de topire a
fasciculului de segmente de microconductoare Tiaied de stich si a invelsului de stich.

La particularisiti poate fi atribuitsi faptul cd in marcajul de identificare 1 poate fi utilizat set de microstructuri
filiforme din cateva fascicule de segmente cu dianh¢otal de péala 6 mm, ce caine fire de microconductoare
cu diametrul total de la 0,2 péta 10 um, nundrul de microconductoare intr-un fascicul este dada paa la
5000.

Exemplu

Un exemplu de realizare a unei variante posibitevartiei propuse, testate pe un obiect real este daseiios.
Initial, sunt executate opeiite prealabile. Tn produsul metalic (in cazul dafost un corp metalic a unei pompe de
vid) a fost executatadancitura 4 cu diametrul de 1,2 mm (se permitadg5 paa la 12 mm) cu adancimea de 2,5
mm (se permite de la 2 pta 12 mm). Fasciculul de segmente de microcon@duetturnate in izote de stich (a
fost folositi sticlh SYMAX, dar se permite utilizarea multor altoraroi de stich, de exemplu, pirex, nonex, cu
molibden, C57-1, C33-2, etc.) cu diametre difegie firelor microconductoarelor, de la 0,2 pd 10um, din aliaj
pe baz de Ni (cu diametrul total al fasciculului de segreede la 0,5 p&nla 6 mm) se plaseain fiola de sticl cu
diametrul intern de 4 mna diametrul extern de 7 mm. Grosimea iz@amicroconductoareloA se metine n
raport cu diametrele firelor d in corgéaA/d = 0,2..2, cu toate £ se permiti limite mai largi. Totodat diametrul
total al fasciculului de segmente trebuidfie cu 0,5..6 mm mai mic decat diametrul intern al fiolei deldtpentru
introducerea libeérin ea a fasciculului de segmente. Fiola se coagcla pompa de vid, se pompdégzari la un
vid de 210-3 mm coloane de mercur, dugare captul deschis al fiolei se sudegaformand la acest capun carlig
din stick. Tn continuare, piesa ¢huta n acest fel se amplasgain soba cilindrig, se inélzeste pan la
temperatura de 650-700°C se suliazi cu intindere p&nla olfinerea unei microstructuri filiforme cu diametrul
total de 1...1,1 mm (intr-un alt experiment, fasatwe suba pari la diametrul de 0,4 mm). Prin aceasta,
fasciculul de segmente de microconductoare se égideg, respectiv, firele microconductoarelor se tsaa de
cateva ori.

La necesitate, este posibil ca printr-un ciclu adlgisre, diametrul firelor sfie micsorat de 10...12 ori. Este necesar
de menionat &, pentru diametre mai mici de Oy2n, firele microconductoarelor devin imperceptibitelumina
vizibila. Dupa executarea microstructurii filiforme, ea es#tati in segmente cu lungimea de 2 mm (lungimea
segmentelor depinde deiitimea adanciturii 4 in obiectul materialului protejapoate fi de la 0,2 p&ria 10 mm).

Tn continuare pe fundul adanciturii, execitpe suprafg@ obiectului, se toa#no pulbere de stiglusor fuzibila intr-

o cantitate de ordinul de 0,20,3 din Triltimea adanciturii, care local se fimeste parm la topire, de exemplu cu
ajutorul arztorului de gaze. Dup topirea sticlei, in adancitura 4 se introduce ifagal de segmente de
microconductoare stiate si compact ambalate. Catpl fasciculului de segmente se acdpeu stich usor fuzibila
(la fel sub formi de pulbere sau plag se topgte pami la ermetizarea capului in flacira arztorului cu gazesi
formarea unei ridigturi din stick deasupra supragd obiectului materialului protejat.

Dupa racirea sticlei suprata marcajului de identificare format skefuieste si se polizeaz para la transpareg@a
Tnvelisului din stick.

Tn continuare, optic, se scangamaginea individual a captului fasciculului de segmente de microconductdare
izolatie de stich, se fixeaz topologia eitindnd cont de diametrele firelor microconductoaretie diametrul total a
fasciculului de segmente pe izdafiecarui microconductor, de golurile de fodnrmeregulat neumplute dintre ele,
si de interpunerea lor. Infornjia olginuti se cifrea, formand in acest mod imaginea de codificare aajalui de
identificare, care In combitia cu grila inform#@onak de coordonategi codul numeric aplicat prealabil, formeaz
codul de identificare al marcajului protejat.

Tn asa mod, marcajul informanal propussi modul lui de executare, asiguntegritatea In urma ganii condiiilor
nefavorabile, datoritexeculrii elementelor de codificare principale din micooductor turnat in izofee din stich

si Tnvelisului ermetic al caftului marcajului cu material de protee transparent, de exemplu din stishu plastic,
de asemenea asiguiprotejarea deplin contra falsifiagrii ca urmare a individualiti absolute a topologiei
microstructurii filiforme utilizate in ea pentrurfoarea codului de identificare.



